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１．概要（Summary） 

スーパーコンピュータやデータセンターなど高性能コン

ピュータの機器内通信の高速化により、伝送損失や遅延

などによる従来の電気配線の限界が見え始めてきている。

これに対し、光による信号伝送は高速化や低消費電力化

に著しく効果があることから、今後は装置内部のLSI近傍

からの光による信号伝送技術のニーズが高まると予想さ

れる。報告者は、パッケージ基板上で LSI と光トランシー

バを接続する配線形成を目的として、NPF の設備を利用

した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

基板上に塗布された感光性樹脂を、様々な露光条件

で露光を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

感光性ポリイミド膜に形成したビアのテストパターンと、

フォトレジストのライン状のテストパターンの1例を、それぞ

れ Fig. 1およびFig. 2に示す。5 m（設計値）のビア、

線幅／間隔（設計値）が 5 m/5 mのパターンが形成で

きていることがわかる。但し、現像オーバー気味となって

おり、今後は露光条件と合わせて現像条件の検討を行う

予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Via patterns of a photosensitive polyimide 

film. 

 

 

Fig. 2 Line patterns of a photoresist film. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）プロジェクト「超低消費電力型光

エレクトロニクス実装システム技術開発」により委託を受け

たものである。 
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